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Лист технической информации
Фоторезист AZ® 15nXT (115 CPS)
Негативный резист высокой толщины для Cu RDL, сквозного вывода в 
кремнии и других типов гальванического осаждения и травления 

Сравнение рабочих характеристик литографии при 6 мкм FT на медных пластинах

Сквозной вывод в кремнии (TSV) 
Преимущества использования негативного фоторезиста

Нанесение позитивного 
фоторезиста

Отверстие при 
сверлении/травлении

Нанесение негативного 
фоторезиста

Нерастворимый 
резист наполняет 
сквозной вывод

Растворимый 
резист наполняет 

сквозной вывод

Экспонирование Экспонирование

Резист с 
недостаточным 
экспонированием 
остается в 
сквозном выводе; 
чрезмерное 
экспонирование 
может привести 
к растворению 
резиста

Для растворения 
резиста в 

сквозном выводе 
экспонирование 

не требуется

Проявление Проявление

Не подвергнутый 
экспонированию 
резист остается 
в сквозном 
выводе из-за 
недостаточного 
экспонирования; 
чрезмерное 
проявление не 
очищает сквозной 
вывод

Очистите 
сквозной вывод 

для затравочного 
слоя или 

гальванического 
осаждения
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Химически усиленный негативный резист

Исходное фотособытие генерирует катализатор сшивки (обыкновенно протон). Фотособытие усиливается количеством 
циклов катализации каждым протоном.

Технологические условия

Подложка Пластина Si для фотоскоростных испытаний 
Пластина Cu для изображений

Толщина пленки: 6 мкм при одном слое

Сушка: 110 °C / 120 секунд

Инструмент экспонирования: ASML (i-линия) 
Доза = 300 ± 50 мДж/см2; Фокус: 1 ± 0,5 мкм

Термообработка после экспонирования: 120 ºC / 60 секунд

Проявление: AZ 300 MIF (2,38 % ТМАГ); 2 x 55 секунд; лужи

Оптические параметры
Значения n и k при различной длине волны

365 нм: n = 1,6807 k = 0,0027

633 нм: n = 1,6063 k = 0,0034

Коэффициенты Коши (A, B, C) соответствуют следующему уравнению Коши: n = A + B/λ2 + C/λ4

A = 1,5754

B = 0,013242 мм2

C = 0 мм4

Фрагменты

Термообработка 
после 

экспонирования

Растворимый полимер и Х-сшиватель

Автокаталитическое 
образование

Нерастворимые

Фотокислота

hν
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Кривая скорости нанесения

AZ® 15nXT (115 CPS)

То
л
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Нанесение и сушка Opti-Trak

Ручное дозирование на силикон 150 мм 

Вращение со скоростью 1000–4000 об/мин в 
течение 30 с 

Сушка: 110 °C / 2 минуты

Скорость заливки (об/мин)

Кривые скорости нанесения

AZ® 15nXT (115 CPS) и AZ® 15nXT (450 CPS)
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Нанесение и сушка Opti-Trak

Ручное дозирование на силикон 150 мм 

Вращение со скоростью 1000–4000 об/мин в 
течение 30 с 

Сушка: 110 °C / 3 мин для 15nXT

110 °C / 3 мин для 5nXT

Скорость заливки (об/мин)

AZ® 15nXT (450 CPS) 
AZ® 15nXT (115 CPS)
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Глубина фокусировки на пластине Cu при 300 мДж/см2

Толщина пленки: 6,0 мм 

Нанесение и сушка Opti Track 

Сушка: 110 °C / 2 минуты

Степпер для i-линии ASML, 300 мДж/см2 Opti Track 

Термообработка после экспонирования / Проявление

Термообработка после экспонирования: 120 °C / 60 секунд

AZ 300 MIF/ 2 x 55 с Распыление/Лужа при 23 °C

f -2,5 f -2,0 f -1,5

f -1,0 f -0,5 f +1,5

f +1,0 f +0,5 f 0,0

Глубина фокусировки на пластине Cu при 300 мДж/см2
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Нанесение и сушка Opti-Trak

Ручное дозирование на силикон 150 мм 

Вращение со скоростью 1000–4000 об/мин в 
течение 30 с 

Сушка: 110 °C / 3 мин для 15nXT

110 °C / 3 мин для 5nXT

Фокус (мкм)
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Линейность при 300 мДж/см2, F= +0,5 мм
Толщина пленки: 6,0 мм 

Нанесение и сушка Opti Track 

Сушка: 110 °C / 2 минуты

Степпер для i-линии ASML, F= +0,5 мм 

Термообработка после экспонирования / проявление Opti Track

Термообработка после экспонирования: 120 °C / 60 секунд

AZ 300 MIF/ 2 x 55 с Распыление/Лужа при 23 °C

5,0 мкм 4,0 мкм 3,8 мкм

3,6 мкм 3,4 мкм 3,2 мкм

3,0 мкм 2,8 мкм 2,6 мкм

2,4 мкм 2,2 мкм
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Широта экспонирования при F = 0,5 мм, FT = 6,0 мм, 5 мм L/S
Толщина пленки: 6,0 мм 

Нанесение и сушка Opti Track 

Сушка: 110 °C / 2 минуты

Степпер для i-линии ASML, F= +0,5 мм 

Термообработка после экспонирования / проявление Opti Track

Термообработка после экспонирования: 120 °C / 60 секунд Охлаждение: 21 °C / 120 секунд

AZ 300 MIF/ 2 x 55 с Распыление/Лужа при 23 °C

550 мДж/см2 500 мДж/см2 450 мДж/см2

400 мДж/см2 350 мДж/см2 300 мДж/см2

250 мДж/см2 200 мДж/см2 150 мДж/см2

100 мДж/см2 50 мДж/см2
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FT = 6,0 мм, фокус =+0,5 мм 
5,0 мм L/S Широта экспонирования на пластине Cu
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Толщина пленки: 6,0 мм 

Нанесение и сушка Opti Track 

Сушка: 110 °C / 2 минуты

Степпер для i-линии ASML, F= +0,5 мм 

Термообработка после экспонирования / 
проявление Opti Track

Термообработка после экспонирования: 
120 °C / 60 секунд

AZ 300 MIF/ 2 x 55 с Распыление/Лужа при 23 °C

Доза экспонирования (мДж/см2)

Линейность L/S при 300 мДж/см2, F= +0,5 мм
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Толщина пленки: 6,0 мм 

Нанесение и сушка Opti Track 

Сушка: 110 °C / 2 минуты

Степпер для i-линии ASML, F= +0,5 мм 

Термообработка после экспонирования / 
проявление Opti Track

Термообработка после экспонирования: 120 °C 
/ 60 секунд

AZ 300 MIF/ 2 x 55 с Распыление/Лужа при 23 °C

Номинальный контролируемый размер (мкм)

FT = 6,0 мм, 5,0 мм L/S 
Окно проявления на пластине Cu
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Толщина пленки: 6,0 мм 

Нанесение и сушка Opti Track 

Сушка: 110 °C / 2 минуты

Степпер для i-линии ASML, 250 мДж/см2

Термообработка после экспонирования / 
проявление Opti Track

Термообработка после экспонирования: 120 °C 
/ 60 секунд

AZ 300 MIF/ 2 x 55 с Распыление/Лужа при 23 °C

Фокус (мкм)

E-номинал = 305 мДж/см2  
Широта экспонирования = 138 %
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Сравнение термообработки после экспонирования на пластинах Cu при 6 мм FT

60 с 
300 мДж/см2

90 с 
200 мДж/см2

120 с 
150 мДж/см2

f +0,5

f +1,0

Нанесение и сушка Opti Track Сушка: 110 °C / 2 минуты

Толщина пленки: 6,0 мм / 5,0 мм L&S

Степпер для i-линии ASML

Термообработка после экспонирования / проявление Opti Track

Термообработка после экспонирования: 120 °C / 60, 90, 120 секунд

Охлаждение: 21 °C / 120 секунд

AZ 300 MIF/ 2 x 55 с Распыление/Лужа при 23 °C

Резюме
	� Совместимость с подложками типа Cu и другими металлами.

	� Очень хорошая литографическая производительность, весьма конкурентоспособные значения фотоскорости и времени 
проявления.

	� Отличная адгезия, без подслаивания.

	� Вертикальные боковые профили.

	� Высокая совместимость с растворами для гальванического осаждения, включая Cu, Ni и Au.

	� Простота снятия после гальванического осаждения; полное снятие в AZ Kwik Strip при 70 °C в течение 3 мин.

	� Высокая стабильность и длительный срок хранения.

	� Версия с повышенной толщиной доступна для более высокого диапазона FT; 15nXT (450 CPS).


